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半導体システムソリューション技術委員会
半導体＆システム開発技術SC
システムフロントローディングWG

EMC電源設計実証TG
2024年度活動報告
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2024年半導体&システム開発技術SC計画
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2024年度 TC/SC/TG構成

IEEE-SA TG

半導体＆システム開発SC （SSD-SC）

国際標準/企画-WG

LPB相互設計・認証WG システムフロントローディングWG

DVConステアリング TG

LPBライブラリTG

LPB教育・認証TG

IEEE2401改訂TG

広報2024 TG

LPBフォーラム2024 TG

ワークショップ2024 TG

フロントローディングTG

MBSE研究会

設計実証TG

JEVeC Day2024 TG

半導体設計標準

LPB
電子機器設計標準

開発メソドロジ
MBSE/MBD

EMCと電源実証TGをマージ
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EMC電源設計実証TG 計画

【目的】EMCのフロントローディングを具現化しJEITAのフロントローディングスタイルを提案する

【日程】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

SC
WG ▽5/24 ▽6/27 ▽7/19 ▽8/29 ▽9/19 ▽10/31▽11/8 ▽12/26 ▽1/17

▽5/24 ▽7/19 ▽11/8 ▽1/17 ▽3/11

▽2/27 ▽3/11

▽9/10 workshop ▽3/7 Forum

▽9/19

▽7/26
▽6/18集中討議Pre

▽7/26集中討議

基板設計・試作Theme2

Theme1

電源系LSIのモ
デリング検証

ICEM-REの活
用検証

モチーフ選定

動作確認

基板設計・試作

【2024年の取り組み】
Theme1 電源系LSIのフロントローディング検証
モチーフ再考（制御LSIとFET別構成）
基板設計（装置への実装状態も評価可能な基板とする）
基板作成

Theme2 ICEM-RE検証
弘前大にて新LSI設計／作成
基板設計 ヒートシンクの影響を評価できる仕様とする
基板作成

Theme2 ICEM-RE検証
ICEM-RE検証用基板
Forumにて報告

【2024年度の成果物】
Theme1 電源系LSI検証
電源系LSI検証用基板
Forumにて報告

ICEM-RE検証用LSI設計・試作

※本年度はEMC設計実証TGと電源設計実証TGをマージする
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１）電源LSIのEMIフロントローディングの検証のモチーフを再考

モチーフの要件として電源ＬＳＩとＦＥＴが分離構成となっていること

ＬＥＤＤｒｖｅｒ LM3409（TI）を選定

２）評価する回路／基板パターンの設計を実施

基板設計のEMIへの影響を評価できるよう両面基板と４層基板で設計

３）評価用基板を制作

具体的な試作仕様についてはフォーラムの公開資料を参照ください ⇒公開資料

EMC電源設計実証TG 2024年度の成果

Theme1 電源LSIのフロントローディング検証

両面基板 4層基板

装置への実装評価も可能とする

http://jeita-sdtc.com/download/lpbforum/20250307_LPB-Forum/EMI%20design%20front-loading%20verification%20of%20power%20supply%20circuits.pdf
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１）ICEM-REを検証するLSIの試作を弘前大にて実施

２）ヒートシンクの放射を検証できる評価用基板を設計

３）評価用基板を作成

４）フォーラムでの報告 ⇒公開資料を参照

EMC電源設計実証TG 2024年度の成果

Theme2 ICEM-RE検証

https://jeita-sdtc.com/download/lpbforum/20250307_LPB-Forum/IEC62433-3(ICEM-RE).pdf
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EMC電源設計実証TG 2025年度の計画

Theme1 電源LSIのフロントローディング検証

Theme2 電源LSIのフロントローディング検証

１）実測
CISPER32、CISPER25、近磁界

２）解析
基板単体、装置実装状態

３）デバイスモデル（FETモデル）に要求される精度の検証

４）フロントローディングのモデルケースの提案

１）実測
ヒートシンクの影響検証（GHz帯の測定）

２）解析
安易アンテナをノイズ源とした解析の妥当性検証

３）考察
励振源の分解能の影響など


	スライド 1: 半導体システムソリューション技術委員会　 半導体＆システム開発技術SC システムフロントローディングWG  EMC電源設計実証TG 2024年度活動報告
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4: 2024年度　TC/SC/TG構成
	スライド 5: EMC電源設計実証TG 計画
	スライド 6: EMC電源設計実証TG 2024年度の成果
	スライド 7: EMC電源設計実証TG 2024年度の成果
	スライド 8: EMC電源設計実証TG　2025年度の計画

